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产品详情

     化学镀镍是还原剂还原溶液中的镍离子，使其沉积在具有催化活性的
表面。化学镀镍可以选择多种还原剂，业界最常用的是以次酸钠为还原剂的
化学镀镍工艺 。

 

    一、化学镀镍配方分析

    1、镍盐是镀液的主要成分，通常随着镍盐浓度的提高，沉积速度会加
快。但是镍盐太高，速度太快，容易失控，镀液自行分解，镍盐含量受配位
体、还原剂比例限制，一般在20G/L至35G/L范围内。

    2、次磷酸钠(一般称为次酸钠)是还原剂，在化学镀镍磷合金中几乎只
使用次酸钠。因为价格便宜，容易买到。次酸钠的最佳使用量主要取决于镍
离子的浓度。化学镀镍高于pH=4，次氯酸盐可还原镍离子，一般沉积LG镍
时消耗5.4g次酸钠，含量高，沉积速度快，但镀液稳定性差。化学镀镍的沉
积速度、质量和电镀稳定性取决于NI2/H2P02-的比例。NI2/H2P02-=0.3~0.4
时沉积速率最高，即需要在20G/L至30G/L硫酸镍中添加30G/L至40G/L的次酸
钠。比率为0.25，镍层较暗。高于0.6，沉积速度极低。与镍盐一样，次氯酸
钠也需要经常补充，以确保稳定的镀液性能和涂层质量。在使用过程中要经
常分析镍盐和次磷酸盐深度，镍盐减少L0%时要补充。经验表明，每次消耗l
00g硫酸镍时，同时消耗车酸钠l25g。随着镀液pH值的提高，化学镀镍反应



速度加快，镀层的磷含量降低，次磷酸钠的利用率提高。浴缸装载量少，空
气混合的话，次酸钠的消耗量要多一些。

    3、配体(螯合)化学镀镍溶解的配体不仅可以控制能反应的玻璃镍离子
浓度，还可以抑制磷酸镍的沉淀，部分配体起到缓冲剂和促进剂的作用。随
着反应的进行，艾因酸盐将继续积累，当[HP03]2-含量高到一定程度时，艾
因酸镍会沉淀，成为促进溶液自然分解的潜在因素。

    如果您需要了解具体关于化学镀镍配方分析可以咨询微谱，微谱客服
会给您做出解答!

    二、化学镀镍标准

    标准号：HB/Z5071-1978

    标准名称：化学镀镍工艺

    标准状态：有效

    标准类型分类：军工行业标准>>航空行业标准

    HB国军标分类：标准分类>>

    GJB832-1990>>综合>>金属材料加工工艺
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